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概要：半導体設備保全におけるAS-IS、TO-BE
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現状（AS-IS）
① 設備メーカ、生産メーカ間で設備保全が出来ていない
② 人手による対応、人手不足、設備保守人材の枯渇

あるべき姿（TO-BE）

① 設備予知保全と品質管理のためのエッジデータ収集
と時刻同期による見える化

② エッジAIによる学習、自己点検機能
③ ビッグデータ所有権の確立

④ セキュアな設備のリモートメンテナンスサービス
（止まらない工場）確立
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対象とする問題、範囲（スコープ）
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スマートなモノづくりでの本テーマの流れ
第1弾：装置メーカの為の設備予知保全（経営戦略：自己診断(ﾀﾞｲｱｸﾞ）、競争力アップ、楽する仕組み
第2弾：設備起因の品質不良低減をサポート：ユーザ支援winwinモデル
第3弾：セキュアデータ流通サービス（データ流通に付加価値をつける第3事業）
第4弾：最終顧客ファーストのＯＦサービスで4winモデル

半導体製造業に貫通する
スマートファクトリのTO-BEモデル

IVRA-Nextの経営レイア

スマートなモノづくりでの本テーマの位置づけ

対象とする問題、範囲（スコープ）
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対象とする問題
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対象とする問題を概観するために、その範囲（スコープ）を
IVRA-Nextの経営レイアの図のどれかを利用して示してくだ

さい。また、位置づけを明らかにしてください。さらに、対象と
する工場や、生産現場のイメージが分かるように、必要に応
じて対象とする製品の特徴、工場の規模や範囲、関連する
業務や工程の特徴などもあせて示してください。

IVI流のメーカ競争力強化（つながる工夫）
① 解析：AIや多変量解析などの装置適用
② センシング ：通信/センサーなどのセンシング技術
③ コントロール ：IoT技術やデータを利用した装置制御
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半導体製造における困りごとの構造と課題

課題
半導体製造においてユーザとメーカ間で
大きな情報の壁が!!

半導体製造装置産業の復興
・装置予知保全サービス
・定期保守サービス

装置ダイアグ

半導体装置メーカ
での組織化：SEAJ

半導体製造工程別・装置一覧

標準化：SEMI、
SEMATECH

半導体製造のオペレーション

IVI流のメーカ競争力強化（つながる工夫）
① 解析：AIや多変量解析などの装置適用
② センシング：通信/センサーなどのセンシング技術
③ コントロール：IoT技術やデータを利用した装置制御
④ 表示：ウェアラブル機器や可視化技術
⑤ 他業界技術：本業界への技術導入可能性調査

業務や工程の特徴
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装置基本機能

装置基本
機能の改善
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半導体製造における後工程
ワイヤボンダー工程

対象とする工場や、生産現場のイメージ

ﾜｲﾔﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
装置

IVI流のメーカ競争力強化（つながる工夫）
① 解析：AIや多変量解析などの装置適用
② センシング ：通信/センサーなどのセンシング技術
③ コントロール：IoT技術やデータを利用した装置制御
④ 表示 ：ウェアラブル機器や可視化技術
⑤ 他業界技術 ：本業界への技術導入可能性調査

製品企画 設計 MDP マスク 試作開発 量産試作

課題：製造工程でユーザとメーカ間に大きな壁が!!

• 装置予知保全サービス
• 定期保守サービス

半導体製造のオペレーション(業務連鎖）

×

対象工場：半導体製造メーカ：（株）新川
対象設備：ワイヤボンダー装置

対象とする工程（ワイヤボンディング工程）

半導体製造装置業界においても、その多様なパッケージン
グ工法（ボンディング技術）のリーディングカンパニー
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現状の業務（AS-IS：装置異常発生の場合）
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① 設備の障害時、解決までに
数日かかることもある。

② 原因が判らず空振りで帰る
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あるべき姿（TO-BE）
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① 装置を停止させない仕組み
② 製品の改善（装置メーカ）

・Tool Operator must Grant RTO Access and may Terminate Access at any time.
・Request for Access and Permission is recorded in Audit Log
・User Profile can determine if RTO is View only or Active Control

Mr Chan Tool
Operator
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利用する処理ロジック
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装置診断（ダイアグノスティックス（Diagnostics））の根拠となる備え付けセンサーおよび、
装置故障予兆用センサーとセンサー間の関係性よりKPIセンサーを重点的に絞り込み

特定、また、任意のセンサーを定期的、もしくはリアルタイムにモニターし、異常の特定
をするとともに、異常時は情報を細かく収集し、時系列的にその状態を見える化（モニ
タリング）できるロジックとする。

・Tool Operator must Grant RTO Access and may Terminate Access at any time.
・Request for Access and Permission is recorded in Audit Log
・User Profile can determine if RTO is View only or Active Control

Mr Chan Tool
Operator
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情報デザイン
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装置診断（ダイアグノスティックス（Diagnostics）システムのデザインイメージ

半導体製造装置の性能、製品の品質状況を監視画面

ボンダー部
カメラ画像

ｾﾝｻb1～b5
（重ね合わせ）

ｾﾝｻ5~10
（重ね合わせ）

ｾﾝｻA拡大

ｾﾝｻ1~４
（重ね合わせ）

ｾﾝｻｰ
ｱｾｯﾄ
管理
画面

ｾﾝｻa1,b1
（重ね合わせ）

異常検知しきい値

評価Window
評価領域
異常しきい値
設定画面

PC画面の設計イメージ
（異常検知レベル設定）

左記デザインを
画面表示したサンプル
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検証：エッジ・コンピューティング技術の活用
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リアルタイムEdgeAIを搭載し8CHのセンサーデバイス（合計サンプリング：～100Mhz）で
装置正常稼働、異常稼働に識別可能な重要なセンサー状態をリアルタイムでモニター
可能としたエッジコンピューティング技術（ｾﾝｻｰ活用研究会連携、IVIﾌﾟﾗｯﾄﾌｫﾑｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ連携）

データ
取得

特徴点
判定

データ量
2000万点/sec
300MB/sec

センサー
データ

リアルタイム
EdgeAI

mSecの
特徴検出可能

特徴、状態の数値化

特徴検出時データ
のみクラウドへ転送

データ
取得

解析特徴点
判定

リアルタイム処理によるデータ処理

PoCの効率化

特徴検出

現場で判定

オフィスで
解析、判定
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10月 11月 12月 1月 2月 3月

合同WG

10/11 11/8 12/13
IVI公開
シンポジウム

1/10 2/14

合同WG

実証実験
START

シナリオの確定

戦略テーマ
絞り込み 合同WG

予兆データ・採集 データ分析と
シナリオ検証

3/14

IVI公開
シンポジウム

センサーＫＰＩの
絞り込み・Poc決定

おわりに／まとめ

合同WG

半導体装置の
Key IoT

アイテム整理

第1弾：装置メーカの為の設備予知保全（経営戦略：自己診断(ﾀﾞｲｱｸﾞ）
⇒ 競争力アップ、楽する仕組みへ

※ボンダー装置への展開

“みんなの予知保全”!!

『Inclusive PM / Predictive maintenance for ALL 』

総括：新たなサービス
ビジネスまとめ

センシング ：通信/センサー
などのセンシング技術

解析 ：AIや多変量解析適用の見極め
検証：ｴｯｼﾞｺﾝﾋﾟｭｰﾀ(IVIｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ化）

① セキュア大規模データ流通サービス展開へ
IoT技術やデータを利用した装置制御

※他への応用展開

ダイアグ検討

② 業務シナリオＷＧ連携(予知保全を中心とするWG）、IVIﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ,IVRAﾓﾃﾞﾙ連携

③ 研究分科会連携（センサー活用技術、Open/Close戦略、ﾃﾞｰﾀｵｰﾅｰｼｯﾌﾟ

他ＷＧ、研究部会との連携
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